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(57) Abstract 

The invention relates to a device for the treatment of substrates (5) comprising a treatment fluid container (4). The treatment liquid 
flows upwards into said container from a container bottom, the substrates (5) being placed on at least one substrate support (1). When the 
substrate support (1) is fitted with discharge openings (9. 10, 11), specially uniform flow conditions are achieved in the entire container 
area (4), particularly in the area of the substrate supports (1) thereby bringing about a better and more uniform treatment of the substrates 
(5). It is additionally or alternatively advantageous to also include guiding elements in or near the area of the substrate support (1) to guide 
the treatment fluid so as to achieve a uniform flow distribution in the fluid container. It is advantageous to integrate at least one ultrasound 
source m the substrate support (1) specially in connection witti the cleaning of the substrate. 



(57) Zusammenftissiiiig 

Bei ciner Vonichtung rum Behandeln von Substraten (5) in eincm ein Behandlungsfluid enthaltenden Bchaiter (4). in den das 
Behandlungsfluid von unten einstitot, und die Substrate (5) auf wenigstens einem Substrathaltcr (I) angeordnet sind, ergeben sich besonders 
EleichmaBige Strdmungsveihfiltnisse im gcsamten BehWter (4) und insbesondere auch im Bcreich der Substrathaltcr (1) und damit bessere und 
Seichmafilgeie Behandlungcn der Substrate (5). wcnn der Substrathalter (I) AuslaBaffhungen (9. 10. 1 1) aufweist Zusatzlich oder altemativ 
dwd ist 08 vorteilhaft, zur gleichmafligen Strftmungsvciteilung Im Fluidbehfllter auch FOhrungselemcnte zum FQhren des Behandlungsfluids 
Im Oder urn den Bcieich des Substrathalters (1) vorzusehen. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Reinigen der Substrate ist die 
Integration von wenigstens einer intraschail-Quclle im Substrathalter (1) vorteilhaft 
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Vorrichtupq zum Bet^andelii vq^ Substratemi 

Die Erf indung betrifft eine Vorrichtung zum Behandeln von 
5 Substraten in einem ein Behandlungsf luid enthaltenden Be- 
hSlter, in den das Behandlungsf luid von unten einstromt, 
und die Substrate auf wenigstens einem als Steg ausgebil- 
deten Subs tratha Iter angeordnet sind. 

10 Derartige Vorrichtungen werden insbesondere bei der Be- 
handlung von Wafern eingesetzt und sind beispielsweise 
aus den auf die Anmelderin des vorliegenden Patents zu- 
ruckgehenden DE 44 13 077 Al, DE 195 46 990.9 Al bekannt 
und auch in den nicht vorverof f entlichten deutschen Pa- 
is tentanneldungen DE 196 16 402.8, DE 196 15 969.5 oder 

DE 196 37 875.3 derselben Anmelderin beschrieben. Derar- 
tige Vorrichtungen weisen groBe Vorteile auf. Im Bereich 
der Substrathalter, die vornehmlich als messerartige Ste- 
ge ausgebildet sind, sind die Stromungsverhaltnisse je- 
20 doch nicht optimal, da der Substrathalter selbst die 

Stromung in diesem Bereich durch Abschattungen oder Stro- 
mungsverdrangungen st5rt und um den Substrathalter herum 
andere Stromungsgeschwindigkeiten, Stromungsvolumina oder 
ein anderer Druck als in anderen Bereichen des Behalters 
25 auftreten. Dadurch ist ein gleichmMBiges S trSmungs verba 1- 
ten des Behandlungsf lu ids iro BehSlter nicht moglich, so 
daB'die einzelnen Substrate bzw. unterschiedliche Berei- 
che der Substrate nicht gleichmSBig behandelt, beispiels- 
weise gespUlt werden und dadurch die Behandlungsausbeute 
30 zu wUnschen iibrig ISBt. 

Aus den Druckschrif ten JP 5-182946 A2, JP 8-64572 A2 und 
US 5 370 142 sind Vorrichtungen zum Behandeln von Sub- 
straten bekannt, bei denen das Behandlungsf luid Uber 
35 Offnungen an Halterungselementen eingeleitet wird, die 
zur Halterung der Substrate im FluidbehSlter vorgesehen 
sind. 
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Aus der JP 7-22371 A2 ist weiterhin eine Vorrichtung zur 
NaBreinigung von Wafern bekannt, bei der die Wafer in 
einer Kassette angeordnet sind, die in den Fluidbehalter 
5 eingesetzt wird. An den Seitenwandungen des Fluidbehal- 
ters sind Strbmungssteuereinrichtungen in Form von quer 
in den Fluidbehalter hineinragenden Flatten vorgesehen, 
tun das iiber ein Rohr von oben eingeleitete und auf den 
Behalterboden gefUhrte Behandlungsf luid in die Kassette 
10 und daxnit zu den zu behandelnden Wafern zu leiten* 

Aus den Druckschriften JP 63-110640 A2, JP 62-38243 0 A2 
und US 5 100 476 sind Waf er-Behandlungsvorrichtungen be- 
kannt, bei denen Ultraschall zur Verbesserung des Behand- 
15 lungsvorgangs im Fluidbehalter verwendet wird, 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrich- 
tung zu schaffen, bei der die StrSmungsverhaltnisse im 
BehSlter iiber den gesamten Behalterquerschnltt und 
20 insbesondere auch im Bereich der Subs tratha Iter m5glichst 
gleichmafiig sind, um die Substrate unabhangig von ihrer 
Lage im Behalter und samtliche Substratbereiche gleich- 
maAig behandeln zu konnen. 

25 Die gestellte Aufgabe wird erf indungsgemaB dadurch ge- 
lds t, daB FUhrungselemente vorgesehen sind, die das Be- 
handlungsf luid in Oder um den Bereich des Substratha Iters 
ftihren. Auf diese Weise ist es mSglich^ auch im direkten 
Bereich des Substrathalters optimale StrSmungsverhSlt- 

30 nisse im Hinblick auf die Substrate zu schaffen und die 

sonst iiblichen Nachteile durch die Storung der Stromungs- 
verhaltnisse durch den Substrathalter aufzuheben. Es er- 
geben sich dadurch sehr gleichmaBige S tromungs verba It- 
nisse im Behalter mit der Folge einer gleichmaBigen Be- 

35 handlung der Substrate unabhangig von deren Substratbe- 
reichen und deren Lage im Behalter. 
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GemaB der Erf indung wird das von unten in den Behalter 
einstromende Behandlungsf luid mit entsprechenden 
Ftihrungselementen, beispielsweise FUhrungsblechen, so itn 
Bereich des Substrathalters gefUhrt, dafl auch in diesen 
5 Bereichen gleichmSBige Stromungsverhaltnisse auftreten. 

Eine weitere alternative oder zusMtzliche AusfUhrungsfonn 
der Erf indung besteht darin, im Bereich oder in der NShe 
des Substrathalters EinlaBdtisen im BehSlterboden vorzu- 
10 sehen, die das Behandlungsf luid in den BehS Iter bereich 
Uber dem Substrathalter einftihren. Dadurch ergeben sich 
auch im oder iiber deia Substrathalterbereich gleichiaaflige 
Stromungsverhaltnisse. 

15 GemSB einer sehr vorteilhaften AusfUhrungsf orm der Er- 
f indung weist der Substrathalter AuslaBdffnungen auf . 
Dadurch wird das Behandlungsf luid direkt im Bereich der 
Substratauf lage auf den Substrathalter eingeleitet und 
verbessert dadurch zusatzlich die StromungsverhSltnisse 

20 im Bereich und oberhalb des Substrathalters. 

GemaB einer weiteren vorteilhaften AusfUhrungsf orm der 
Erf indung ist im Substrathalter wenigstens ein mit einer 
Behandlungsfluid-Versorgungsleitung verbundener Kanal 
25 ausgebildet. Die Auslafi5f fnungen stehen dabei mit dem 
Kanal in Verbindung, so daB ttber die gesamte LSnge des 
Substrathalters hinweg gleichmMBige Ausstrdm- und damit 
StromungsverhSltnisse im BehSlter gewShrleistet sind. 

30 Um iiber die gesamte Lange des Substrathalters hinweg mog- 
lichst gleichmaBige Druckverhaltnisse und Ausstromvolumi- 
na des Behandlungsf luids zu erreichen, nimmt die Kanal- 
Querschnittsf l&che von der Zuftthrungsstelle des Behand- 
lungsfluids bis zum Kanalende des Substrathalters hin ab* 

35 Mit Vorteil wird als Kanal ein konusformiges Rohr verwen- 
det. 
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Zusatzlich Oder alternativ zur Ausbildung eines Kanals lin 
Substrathalter ist es zur Ldsung der gestellten Aufgabe 
weiterhin vorteilhaft, wenn das Behandlungsf luid von der 
Unterseite des Substrathalters in diesen einleitbar ist. 
5 Das Behandlungsf luid wird dabei an einer oder mehreren 
Stellen oder tiber die gesamte Lange des Substrathalters 
hinweg von unten in diesen eingeleitet und Uber Fluidftih- 
rungen nach oben zu den Auslafidf fnungen geftthrt. 

10 Die Ausla&5ffnungen sind vorzugsweise Ldcher, Schlitze 

und/oder Dtisen je nach der Art des Behandlungsf luids, der 
Art des Substrathalters oder den Stromungsgegebenheiten, 
um die Stroxnungsverhaltnisse auch im Bereich des Sub- 
strathalters moglichst gleichmaBig denen im iibrigen Be- 

15 halterbereich anzugleichen. 

GemSfi einer besonders vorteilhaften Ausfiihrungsform ist 
der Substrathalter ein messerartiger Steg, wie er in den 
eingangs genannten Druckschriften verwendet wird, wobei 
20 auf deia messerartigen Steg Kantenbereiche der Substrate 
auf liegen. 

Es ist jedoch auch moglich, die Substrathalter so auszu- 
bilden, daB sie wenigstens einen der Kantenform der Sub- 
25 strate angepafiten Halterungsbereich aufweisen, wie dies 
beispielsweise in der nicht vorverof f entlichten 
DE 196 40 848.2 dargestellt und beschrieben ist, um ins- 
besondere auch rechteckige oder quadratische Wafer im 
Fluidbehalter sicher und zuverlassig zu haltern. 

30 

Die messerartigen Stege weisen ublicherweise iiber ihre 
Lange hinweg gleichmaBig beabstandete Einschnitte zur 
Halterung der Substrate in aquidistanten AbstSnden auf. 
Ebenso weisen die der Kantenform der Substrate angepaBten 
35 Halterungsbereiche gleichmSBig beabstandete Rillen auf, 
in denen die Substratkanten liegen. Um zwischen den Sub- 
straten auch im Bereich der Substrathalter eine gleich- 
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mSBlge StrSmung zu erreichen, ist es besonders vorteil- 
haft, wenn ausschlieBlich oder auch zusatzlich AuslaB- 
of fnungen zwischen den Bereichen der Substrathalter vor- 
gesehen slnd, an denen die Kanten der Substrate auflie- 
5 gen. 

Die Substrathalter sind vorzugswelse In vertlkaler Rlch*- 
tung bewegbar, urn die Substrate In den BehSlter abzusen- 
ken und aus ihm herauszuheben. 

10 

Das Behandlungsf luid ist vorzugsweise wenigstens eine 
chemische Flilssigkeit, insbesondere eine SpUlf lussigkeit . 
Es ist jedoch auch moglich, als Behandlungsf luid alterna- 
tiv Oder zusMtzlich wenigstens ein Gas, beispielsveise 
15 Ozon, zu vervenden. 

Zur Verbesserung der Behandlungseigenschaften der Sub- 
strate im BehMlter 1st es sowohl alternativ als auch zu~ 
sStzlich zu den bereits genannten Merkiaalen vorteilhaft, 

20 erf indungsgemSB wenigstens eine Ultraschall-Quelle, vor- 
zugsweise einen Megasonic-Transducer , im Substrathalter 
zu integrieren. Die Ultraschall-Quelle(n) sollten dabei 
im Substrathalter so angeordnet sein, dafi insbesondere 
bei Behaitern aus Kunststoff mSglichst kein Schall auf 

25 die Bodenwand in der NShe der Ultraschall-Quelle gelangt, 
und um ein Aufheizen des Bodens zu verhindern. Die Ver- 
wendung von Ultraschall-Quellen untersttitzt und verkilrzt 
den Reinigungsvorgang der Substrate wahrend des Sptilpro- 
zesses wesentlich. 

30 

GemaB vorteilhaften Ausfiihrungen der Erfindung weist der 
Substrathalter entweder alternativ oder auch kumulativ 
Aus laB5f fnungen fUr das Behandlungsf luid, FUhrungsele- 
mente fiir das Behandlungsf luid und/oder Ultraschall-Quel- 
35 len auf. 
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10 



Unter den Begriff Substrate sind nicht nur Wafer, sondern 
die verschiedensten Objekte zu verstehen, die bzw. deren 
Oberflachen behandelt und/oder gereinigt werden mUssen, 
so daS der Begriff Substrate insbesonder Halbleiterwaf er , 
CD's, Masken, LED-Anzeigeeinrichtungen usw. umfaBt. 

Die Erfindung sowie weitere Merkmale und Vorteile wird 
bzw, werden nachfolgend anhand bevorzugter Ausftihrungs- 
beispiele erISutert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines als messer- 
artiger Steg ausgebildeten Substrathalters mit 
einem integrierten Kanal in perspektivischer 
Darstellung; 

Fig. 2 einen verkleinerten, schematischen Querschnitt 
durch den in Fig. 1 dargestellten Substrathal- 
ter; 

20 Fig. 3 eine schematische Querschnittsdarstellung eines 
Substrathalters, bei der das Behandlungsf luid 
von unten in den Substrathalter eingeleitet und 
im Substrathalter nach oben zu den AuslaBof f- 
nungen gefiihrt wird; 



15 



25 



30 



35 



Fig. 4 eine schematische Querschnittsdarstellung einer 
AusfOhrungsform, bei der um den Substrathalter 
herum FUhrungselemente fUr das Behandlungsf luid 
vorgesehen sind, und 

Fig. 5 eine schematische Querschnittsdarstellung einer 
Ausftihrungsform, bei der der Substrathalter zu- 
satzlich zu AuBlaBoff nungen Ultraschallquellen 
aufweist. 

Die in Fig. 1 dargestellte AusfOhrungsform zeigt einen 
Substrathalter 1, der als messerartiger Steg ausgebildet 
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ist. Der Subs tratha Iter 1 befindet sich gemMB Fig. 1 mit 
seinem unteren Bereich in einen Schacht oder in einer 
Mulde 2 des Bodens 3 eines Behalters 4, und damit in ei- 
ner Stellung, in der sich Substrate S'zur Behandlung iiti 
5 BehSlter 4 befinden. Auf einer inesserartigen Kante 6 des 
Subs tratha Iters 1 sind die Substrate 5 parallel zueinan- 
der gehalten. Obgleich dies nicht dargestellt ist, kann 
die Messerkante 6 gleichmMBig zueinander beabstandete 
Kerben zur Aufnahme und zur aquidistanten Halterung der 
10 Substrate 5 aufweisen. 

Innerhalb des Substrathalters 1 verlauft in dessen LSngs- 
richtung ein Kanal 8 liber seine Lange hinweg. Bei dem 
dargestellten AusfUhrungsbeispiel miinden in diesen Kanal 
15 8 seitliche Schlitze 9, 10 sowie ein senkrechter Schlitz 
11, die die Auslafiof fnungen bilden, durch die das Behand- 
lungsfluid aus dem Substrathalter 1 ausstromt. 

Die Lage, die Breite oder die Zahl der Schlitze 9, 10, 11 
20 ist je nach den speziellen Gegebenheiten wahlbar, um auch 
im Bereich des Substrathalters 1 optimale und insbeson- 
dere gleichmaBige Stromungsverhaltnisse fiir das Behand- 
lungsfluid im BehSlter 42u erreichen und dadurch die Sub- 
strate 5 unabhSngig von deren Lage und deren Substratbe- 
25 reiche gleichmaBig mit dem Behandlungsf luid beauf schlagen 
bzv. umstromen zu konnen. 

Obgleich dies in Fig. 1 nicht dargestellt ist, ist es 
auch moglich, statt der Schlitze 9, 10, 11 Locher oder 

30 DUsen an geeigneten Stellen und in geeigneten AbstSnden 

im Substrathalter 1 vorzusehen. Auf der Messerkante 6 ist 
es insbesondere vorteilhaft, zwischen jeweils zwei Sub- 
straten eine Offnung oder eine Diise vorzusehen, so daB 
die Stromung zwischen den Substraten Uber die gesamte 

35 Substratf lache hinweg optimiert wird. 
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Der in Fig. 2 dargestellte schematische Querschnitt durch 
den Subs tratha Iter gema/S 1 zeigt einen in Langsrichtung 
des Substrathalters 1 konusf ormigen Verlauf des Kanals 8^ 
der bewirkt, daB Uber die gesamte Lange des Substrathal- 
5 ters 1 hinweg ein gleichmaBiger Druck, ein gleichmaBiges 
Stromungsvolumen und eine gleichmaSige Stromungsgeschwin- 
digkeit in den AuslaftSf fnungen 9,10,11 fiber die gesamte 
Lange des Substrathalters 1 hinweg gewahrleistet ist. Das 
Behandlungsf luid wird Uber einen Arm 12 in den Substrat- 
10 halter 1 eingeleitet, der zusammen mit dem Substrathalter 
1 auf und ab bewegbar ist, urn die Substrate 5 in den Be- 
hMlter 4 ein- und aus ihm auszuheben* 

Bei der in Fig. 3 dargestellten Ausf uhrungsf orm befindet 
15 sich der Substrathalter 1 wiederum teilweise in einera 

Schacht Oder einer Mulde 2 im Mittelbereich des Bodens 3 
Im Behalter 4. Die vom Substrathalter 1 gehaltenen Sub- 
strate 3 befinden sich daher in ihrer Behandlungs-Stel- 
lung innerhalb des BehMlters 4. 

20 

Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausflihrungsbeispiel wird 
das Behandlungsf luid auf der Unterseite der Mulde 2 in 
den Behalter 1 eingefiihrt und stromt einerseits zwischen 
einer Muldenbahn 13 und dem Substrathalter 1 nach oben 

25 und andererseits durch wenigstens eine Einlafioffnung 14 
in den Substrathalter 1 hinein und wird fiber im Innern 
des Substrathalters 1 vorgesehenen Fluidffihrungen 15 zur 
AuslaBdf fnungen 9, 10, 11 im oberen Bereich des Substrat- 
halters 1 geleitet, aus denen dann das Behandlungsf luid 

30 in entsprechender Weise, wie dies im Zusammenhang mit 
Fig. 1 beschrieben ist, ausstromt. 

Der in Fig. 4 schematisch im Querschnitt dargestellte 
Substrathalter 1 befindet sich ebenfalls in der Mulde 2 
35 im Mittelbereich des Bodens 3 des Behalters 4, er weist 
jedoch keine KanSle Oder Ffihrungen ffir das Behandlungs- 
fluid in seinem Innern auf. Stattdessen sind im Bereich 
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des substrathalters 1 FUhrungselemente 16 vorgesehen, die 
das aus dem Boden 3 des Behalters 4 und gegebenenfalls 
auch aus der Mulde 2 ausstromende Behandlungsf luid im Be- 
reich des Substrathalters 1 so fahren, daB es in optima- 
5 ler Weise auch im Bereich des Substrathalters 1 selbst 

die zu behandelnden Substrate 5 umstromt, wodurch auch im 
kritischen Bereich des Substrathalters 1 gleichm&Bige 
Str&mungsverhSltnisse geschaffen werden. 

Fig. 5 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel des erf indungsgemM- 
Ben Substrathalters in schenatischer Querschnittdarstel- 
lung, bei dem der subs tratha Iter 1 im wesent lichen rund 
ist und sich wiederura wenigstens teilweise in einer ent- 
sprechend ausgebildeten Mulde 2 am Boden 3 des BehSlters 
4 befindet. Am oberen Bereich des Substrathalterquer- 
schnitts befinden sich zwei Ultraschall-Quellen 17, 18, 
zwischen denen ein Schlitz Oder KanSle 19 verlSuft bzv. 
verlaufen, die die AuslaBSffnungen 20 mit einem Kanal 21 
verbinden, durch den, wie im Falle des AusfUhrungsbei- 
spiels gemaB Fig. 1 und 2, das Behandlungsf luid str5mt. 
Der Bereich, auf den die Substrate 3 auf dem Substrat- 
halter 1 aufliegen, ist bei der in Fig* 5 dargestellten 
Ausfiihrungsform durch zwei voneinander beabstandete Stege 
22, 23 gebildet, durch die das aus den Auslafiof fnungen 20 
ausstrdmende Behandlungsf luid gefiihrt wird. 

Insbesondere beim Sptllvorgang der Substrate, wenn das Be- 
handlungsf luid ein SpUlfluid ist, trSgt die Behandlung 
der Substrate mit Ultraschall bzw. Megaschall zu einer 

30 Beschleunigung und Verbesserung des Reinigungsvorgangs 

bei. Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn die Ultra- 
schall-Quelle 17,18 moglichst im Mittelbereich des Behal* 
terbodens 3 angeordnet ist, weil dadurch die Beschallung 
der Substrate 5 am gleichmafiigsten erfolgt. Durch die In- 

35 tegration der Ultraschall-Quelle(n) 17, 18 in den Subst- 
rathalter 1 wird zusatzlich zu einer optimalen Str5mungs- 
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verteilung des SpUlfluids auch eine optixnale Beschallung 
der zu reinigenden Substrate 5 mit Ultraschall erreicht. 

Die Erfindung wurde zuvor anhand bevorzugter Ausfiihrungs- 
5 beispiele beschrieben. Dem Fachmann sind jedoch zahlrei- 
Che Abwandlungen und Ausgestaltungen moglich, ohne da3 
dadurch der Erf indungsgedanke verlassen wird. Belspiels- 
weise sind die Merkmale der vorliegenden Erfindung auch 
iia Zusammenhang mit Subs trathal tern vorteilhaft einsetz- 

10 bar, die nicht nur messerartig ausgebildet sind, sondern 
bei denen auch andere Formen gewShlt werden, wie dies 
beispielsweise in der nicht vorverof f entlichten 
DE 196 40 848.2 derselben Anmelderin beschrieben ist. Die 
jeweiligen Merkmale und MaBnahmen konnen auch in einer 

15 Vorrichtung mit Vorteil kombiniert werden. Beispielsweise 
ist es mSglich, Substrathalter 1 mit AuslaBSf fnungen zu 
verwenden und gleichzeitig FUhrungselemente 16 vorzuse- 
hen, wie dies beispielsweise im Zusammenhang mit dem Aus- 
fahrungsbeispiel gemMB Fig. 4 beschrieben wurde. Bei der 

20 in Fig, 3 dargestellten Ausfiihrungsf orm ist bereits eine 
derartige Kombination gegeben, namlich dadurch, dafi das 
Behandlungsf luid zus^tzlich zu den AuslaBof f nungen 9, 10, 
11 durch das Ausstromen aus der Mulde 2 in bestimmter 
Weise gefUhrt ist. Auch die Kombination von AuslaBof fnun- 

25 gen 9, 10, 11, 20 im Substrathalter 1 und/oder der FUhr- 
ungselemente 16 mit Ultraschall-Quellen 17, 18 ist ins- 
besondere bei fiir Reinigungsverfahren fiir Substrate 5 
sehr vorteilhaft einsetzbar. 
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Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zum Behandeln von Substraten (5) mit ei- 
nem ein Behandlungsf luid enthaltenden BehSlter (4) , 

5 in den das Behandlungsf luid von unten einstromt und 

die Substrate (5) auf wenigstens einem a Is Steg aus- 
gebildeten Substrathalter (1) angeordnet sind, ge- 
kennzeichnet durch Ftihrungselemente (16) zum FUhren 
des Behandlungsf luids im Oder um den Bereich des 
10 Substrathalters (1)* 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Fiihrungselemente (16) so ausgebildet 

und/ Oder angeordnet sind, daB die Stroinungsverhalt- 
15 nisse des Behandlungsf luid auch in oder um den Be* 

reich des Substrathalters (1) im wesentlichen die- 
selben wie in den iibrigen Bereichen des BehMlters 
(4) sind. 

20 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB um den Bereich des Substrathalters (1) 
herum EinlaBdiisen im Boden des Behalter (4) vorge- 
sehen sind, die das Behandlungsf luid in den Behal- 
terbereich Uber dem Substrathalter (1) lenken. 

25 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet , daB der Substrathalter (1) 
AuslaBSf fnungen (9, 10, 11, 20) aufweist. 

30 5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB im Substrathalter (1) wenigstens ein mit einer 
Behandlungsf luid-Versorgungsleitung verbundener Ka- 
nal (8, 21) ausgebildet ist, und die AuslaBof f nungen 
(9, 10, 11, 20) mit dem Kanal (8^ 21) in Verbindung 

35 stehen. 
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6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Kanalquerschnittsf lache von der ZufUhrungs- 
stelle des Behandlungsf luids bis zum Kanalende hin 
abnimmt. 

5 

?• Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Kanal (8, 21) ein konusformiges Rohr ist. 

8. Vorrichtung nach einem der AnsprUche 4 bis 7, da- 
10 durch gekennzeichnet, daB das Behandlungsf luid von 

der Unterseite des Substrathalters (1) in diesen 
einleitbar ist. 

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 4 bis 8^ da- 
15 durch gekennzeichnet, daB die Offnungen Locher, 

Schlitze und/oder Diisen sind. 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der wenigstens eine Sub- 

20 strathalter (1) ein inesserartiger Steg ist, auf dem 

Kantenbereiche der Substrate (5) aufliegen. 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Substrathalter (1) 

25 einen der Kantenform der Substrate (5) angepaBten 

Halterungs-Bereich aufweist. 

12. Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 4 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB die AuslaBdf fnungen (9, 

30 10, 11, 20) zvischen den Bereichen der Substrathal- 

ter (1) vorgesehen sind, an denen die Kantenbereiche 
der Substrate (5) aufliegen. 



35 



13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Substrathalter (1) 
in vertikaler Richtung bewegbar ist. 
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14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, dafl das Behandlungsf luid 
wenigstens eine chemische FlUssigkeit, eine SpUl- 
flUssigkeit und/oder wenigstens ein Gas^ insbeson- 
dere Ozon, ist. 

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, daB im Substrathalter (1) 
wenigstens eine Ultraschall-Quelle (17, 18) inte- 
griert ist. 

16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Substrathalter (1) 
Auslafiof fnungen (9, 10, 11, 20) fur das Behandlungs- 
fluid und/oder FUhrungselemente (16) ftir das Behand- 
lungsf luid und/oder Ultraschall-Quellen (17, 18) 
aufweist. 
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